
采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	12吋光学膜厚仪
	1套
	否



注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。
1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-15℃～＋50℃和相对湿度为80％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏20±3℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在具体要求中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

二、具体要求：
货物名称：12吋光学膜厚仪

（一）技术要求
1、产品名称、数量：12吋光学膜厚仪，总计1台

2、设备用途说明：
该设备主要用于12吋晶圆上透明及半透明膜的厚度测量，支持氧化硅、氮化硅、多晶硅、非晶材料、光刻胶、高K材料、超薄金属膜及多层膜等色散薄膜材料，覆盖14~5nm逻辑芯片工艺；同时可测量介质薄膜的折射率n与消光系数k，以及硅片上薄膜的应力和反射率。

3、技术要求及参数： 
3.1  整机
★3.1.1 适用的晶圆尺寸：12吋。
★3.1.2 系统应包括3个载货台(Loadport)，一个校准圆片模块、一个传输模块。Loadport具有FOUP （在大气条件下放置片架）功能接口。
★3.1.3 支持氧化硅、氮化硅、多晶硅、非晶材料、光刻胶、高K材料、超薄金属膜及多层膜等色散材料；同时可测量介质薄膜的折射率n与消光系数k，以及硅片上薄膜的应力和反射率。
★3.1.4  机台可靠性测试：机台的碎片或破片率应小于1/5000，设备自动测量连续 3天、每天8小时不间断，传片正常，无报错。
★3.1.5系统应配置计算机控制系统（Control System），图像对准系统，并具备自动化传输装置。
▲3.1.6 温控系统：双闭环±0.05℃高精度温控系统。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
★3.1.7 离子棒规格：从 ±1000 V Discharge至 ±100 V 的时间小于10秒。
3.1.8 整机金属沾污：＜5E10 atoms/cm2 for VPD-ICPMS，包括但不限于以下元素Fe, Cu, Al, Zn, Ti, Ni, Cr, Na, Ca, K, Mg等。(需要提供第三方测试文件)
★3.1.9设备具备晶圆盒自动检测及晶圆层数判定功能。
3.2 光学测试系统：包含宽带光谱椭偏模块、红外光谱椭偏模块、光谱反射模块、单波长椭偏模块、应力测量模块和去除晶圆气载分子污染物模块。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
3.2.1 光路：采用Laser Drive Light source 光源，寿命＞9000小时；光路入射角精度65±0.05°；
▲3.2.2 SE/SR全光路氮气保护，避免臭氧、氧气和水蒸气对DUV的衰减，提升光强及DUV段稳定性。(需要提供生产厂家出具的技术证明文件)
▲3.2.3 宽带光谱椭偏模块：波长为190~900nm，全波段范围内小光斑（＜40μm），最小PAD尺寸40*40μm，可测量常用薄膜0Å~5μm膜厚。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
▲3.2.4红外光谱椭偏模块：波长为960~1700nm，可测量ONO以及SiGe/Si等叠层膜厚结构，最厚可达15um。（需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件）
3.2.5 光谱反射模块：波长为240-960nm，SR 光斑大小≤35μm，可测量SiN、PR等材料膜厚，支持超厚膜量测，最厚可达50um。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
▲3.2.6 单波长椭偏模块：波长为~633nm，可测量超薄膜，光斑大小≤35um，具备激光清洁表面处理功能，提高单层超薄氧化硅薄膜的测量精确度。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
3.2.7 具备应力测量功能，实现1D和2D Stress测试功能，晶圆Bow值量测范围-500um~+500um；具备反射率测试功能。(需要提供公开发布的产品彩页或生产厂家出具的技术证明文件)
3.2.8 可测晶圆厚度0.5mm~1.1mm，具备多膜层结构精确测试能力，包括Sub Si/OX /HfO/TiN HKMG叠层薄膜以及超过500层的ONO 叠层薄膜测试能力。
3.3 传片模块1套：
★3.3.1 传输系统需包括EFEM、机械手臂、校准圆片模块等。EFEM配置3个Load Port，并支持FOUP全自动传输。
★3.3.2 具备自动晶圆中心校准功能，确保传输精度与安全。图形片测点定位精度≤±1.5um。
★3.3.3 系统软件应对晶圆错位、碎片等异常情况具备报警提示并自动停止传输的保护功能。
3.3.4 产能（WPH）（连续跑 3 片晶圆的 17 点（无图形片去边 3mm）单层膜厚量测，包含上下片、pre-aligner 过程，中心点聚焦一次。以 History 记录中第二片传入量测腔到第三片传入量测腔的时间差记为一片的测量时间，以此单片时间计算一小时的产能）：光片SE模式: ≥70片/小时；图形片SE模式: ≥65片/小时；光片SR模式: ≥120片/小时；图形片SE模式: ≥100片/小时；
3.4 设备工艺要求：
3.4.1 静态稳定性
（1）静态 Precision(SE):
a) Ox/SiN 20–100Å：＜0.035Å；
b) Ox/SiN 500Å ＜ t ＜ 1um : ＜±0.04%, ±0.0003 for n @ 633nm
c) Oxide(250Å)/Poly(2000Å)/Oxide(1000Å)/Si sub: :±0.05%(Top oxide 厚度) ，±0.03%(Top oPoly 厚度) ，±0.0003 for n @ 633nm(n Poly) ；
（2）静态 Precision(SWE)（15–100Å）：＜ 0.02Å
（3）静态 Precision(SWE+laser cleaning)（15–100Å）：＜ 0.03Å
（4）静态 Precision(SR)（500Å–2um）：＜0.05%
▲3.4.2 动态稳定性
（1）长期 Stability(SE)：
a) Ox/SiN20–100Å：＜0.05Å；
b) Ox/SiN 150Å ＜ t ＜ 500 Å: ＜±0.05%, ±0.0008 for n /k @ 633nm；
c) Oxide(250Å)/Poly(2000Å)/Oxide(1000Å)/Si sub: :±0.08%(Top oxide 厚度) ，±0.05%(Top oPoly 厚度) ，±0.0008 for n @ 633nm(n Poly) ；
（2）长期 Stability(SWE)（15–100Å）：＜0.02Å；
（3）长期 Stability(SWE+Laser cleaning)（15–100Å）＜0.04Å；
（4）长期 Stability(SR)（500Å–3um）：≤0.1%；
▲3.4.3 膜厚准确性（Accuracy）：
（1）膜层＜125 Å：±1.5 A ；
（2）膜厚125 Å-300 Å：±1.0 Å； 
（3）膜厚300 A- 1.0 um：±0.3 % ；
★3.4.4 采用无图形晶圆重复自动传片 FOUP→ stage → FOUP 3次，新增颗粒≤10颗/片（@≥0.040μm）。
3.5 软件控制系统
3.5.1 软件能实时监控设备状态，有日志记录（日志记录频次≦1s/次），报警等功能。
3.5.2 软件界面可实现快速、方便的量测菜单生成。系统可以处于自动（Auto）和手动（Manual）模式，Manual模式下所有部件可直接操作和设置，在Auto模式下，通过菜单自动执行预先设置的顺序步骤。
3.5.3 权限管理：提供不同的用户权限，并且可以根据用户要求调整权限。
3.5.4 菜单管理：用户可以方便地对菜单配方进行创建、删除、修改等操作
3.5.5 参数管理：用户可以对机台参数进行查看、修改。
3.5.6 自动工艺：用户可以实现自动工艺方式，实时显示测量数据和图表。
3.5.7 手动操作：用户可以对机台进行手动操作，方便用户进行工艺实验。
3.5.8 设备维护：提供用户对设备部件进行维护检查的功能。
3.5.9 报警管理：用户可以选择报警处理方式，并且可以对历史报警进行查询。
3.5.10 自动记录：系统自动按照测试菜单记录每片晶圆过程中的重要参数，并且可以生成文件，方便用户查询。
3.5.11 实时数据：提供给用户重要参数的实时变化，并且以曲线的形式显示，辅助用户分析和监测。
3.5.12 设备运行日志，Recipe 各种参数，设备报警信息等可输出为常见文件格式，如：Excel，记事本等。
★3.5.13 终身同步更新薄膜材料光谱建模数据库。
▲3.5.14 提供膜厚建模软件，根据薄膜材料光谱建模数据库，在设备端收集光谱后可在建模软件建模，可自主建菜单。
▲3.5.15 膜厚仪的mapping功能可以输出整个片子的膜厚分布状况，做Mapping时可以对每个测试点都进行自动聚焦。
3.5.16 自动化设备通讯协议要求：供应商应提供本设备标准SECS/GEM通讯及通讯手册，包括但不限于：GEM200、GEM300（E40/E84/E87/E90/E94/E116/E117/...）。
3.6 安全性能：
★3.6.1 系统提供完备的报警和安全互锁功能。互锁是为保证人员和设备的安全，对某些有潜在危险的操作所进行的软硬件限制。对于有互锁限制的操作，只有当互锁条件满足时才能运行。
3.6.2 设备异常后会立即终止作业。
3.6.3 紧急情况发生时，可以通过 EMO 回路紧急停止设备，减少人员设备伤害。 EMO 按钮为黄色背景红色蘑菇头形状。

★4、配置清单及零配件（包括专用工具）：
4.1配置清单及零配件
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	EFEM（1个双臂机械手，校准器，12吋Loadport 3个）
	套
	1

	2
	设备主机
	套
	1

	3
	四色信号灯
	套
	1

	4
	氮气吹扫装置（N2 Purge LP）
	套
	1

	5
	读取wafer code/ID配置
	套
	1

	6
	完整的技术文件（纸质及电子版）
	套
	2

	7
	设备备件
	套
	1

	8
	设备PM易耗件
	套
	3

	9
	维护工具（包含拆装机工具及维护工装）
	套
	1

	10
	膜厚菜单建模软件及配套本地计算终端
	套
	1



4.2 12吋(300mm)校正样片清单：
	序号
	标准片结构
	膜厚范围
	数量（单位:片）

	1
	SiO2 ON Si 
	2.0 nm~5nm
	1

	2
	SiO2 ON Si 
	 5.0 nm~10nm
	1

	3
	SiO2 ON Si 
	10.0~20.0 nm
	1

	4
	SiO2 ON Si 
	30.0~70.0 nm
	1

	5
	SiO2 ON Si 
	200.0~400.0 nm
	1

	6
	SiO2 ON Si 
	900.0 ~1,100.0 nm
	1

	7
	SiN ON Si 
	50.0~100.0 nm
	1

	8
	OPO ON Si
	OX~250A/PolySi ~2000A/~OX1000A/Sub Si
	1

	9
	AlCu ON Si 
	AlCu 10KA
	1

	10
	图片
	用来校准光斑位置和Stage 补偿
	1



（二）商务要求：
1、技术服务条款：
技术文件：
1）合同生效后一个月内，中标人需提供详细的设备公共配套设施技术要求和设备布局尺寸图给采购人；
2） 中标人需提供两套可用于超净间的中文或英文操作说明书,一套在合同签订后45天内提供给采购人，另一套随仪器包装提供给采购人；
3）以上文件另需提供一份电子版文件；
4）中标人需提供中标设备的出厂验机报告。
售后服务要求： 
1）供应商售后服务响应时间：接到故障报告后 4-8小时予以电话响应并给出方案，提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则2个工作日内现场解决，重特大故障一周内现场解决。
2）供应商应提供热线电话技术支持。
[bookmark: OLE_LINK5]3）质保期从验收合格之日起，提供货物12个月质保服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。
4）保修期内，一切服务费用（包括零配件的费用及运费）由投标方承担；中标后采购后，投标方负责设备的所有相关软件在最新版本发布后同步升级；保修期过后，投标人继续向采购人提供及时有效的售后服务和零备件供应，卖方应承诺保证零备件供应期不少于10年。
★5）投标方需提供终身建模建菜单支持服务，应保证设备建模软件License永久无限制使用。
培训要求：
提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保采购人能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。
培训次数不少于4次，总时间不少于 10天，直至客户工程师具备独立收光谱建菜单，并进行自主设备维护的能力。

2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：合同签订后的3个月内交货；
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5、安装、调试及验收要求：
5.1出厂检验报告：供应商在设备发货前提供到用户，或随设备发货提供到用户。仪器设备出厂发货前，供应商应与采购方共同到场预验收，预验收合格后，再进行发货；
5.2设备检查和清点：
设备到达现场后，双方一起根据合同清单对设备进行开箱检查和清点，并形成经双方认可的记录。如供应商届时不派人来, 则验收结果应以用户的清点记录为最终结果。发现短缺、破损,用户有权要求供应商立即补发和负责更换。
5.3设备现场安装：
现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应根据用户现场条件设计安装方案，并经用户认可。供应商须提供设备安装、调试、试运行所需水电气连接等安装过程配套条件。用户方派相关人员给与配合。设备安装、调试时间由设备供应商和用户方协商确定。
设备安装、调试开始后，应在4周内完成；如遇不可抗力原因需延长设备安装、调试时间，应由设备供应商和用户协商确定。
5.4设备验收：
1）供应商应提供仪器设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。仪器设备测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。
2）保修期自验货合格之日开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。如需更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
3）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5）由于用户的原因，供应商不能在规定的时间内完成安装和调试，则系统安装及培训顺延，时间由用户通知和确定。
6）最终采购人采购仪器设备无法达到正常使用条件，售后服务方在收到最终采购人通知后应及时妥善解决，响应时间不超过48小时，经两次售后维修未能达到最终采购人认可的使用条件时，或以上情形发生后10日内依旧未能解决的，最终采购人有权要求卖方更换符合招标要求的设备、并承担更换的费用，如果更换后依旧不能达到甲方认可的使用条件的，采购人有权启动退货程序，根据法律规定的退货产生的全部费用由卖方承担，包括但不限于律师费，诉讼费、担保费、公证费、差旅费等合理费用。

6、执行的相关标准：无

7、其它
7.1对仪器设备生产厂家要求：
1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。
3）厂家应具备固定的维修团队及技术应用支持团队。
★7.2 供应商同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不得侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由供应商承担。

8、付款方式：合同签订后50%预付，验收合格后支付50%。

★11、投标报价要求：
（1）本项目不允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。
（3）在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，报CIP项目现场美元、欧元、英镑、日元或人民币价(不包括外贸代理费应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税。)投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算(设置最高限价的，以最高限价为准)，投标将拒绝:换算后人民币价格=投标报价(外币)x汇率(说明:汇率为开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价)。
（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

12、是否允许采购进口产品：否 

13、预算金额：1200万元
最高限价：1200万元
[bookmark: _GoBack]
44
76
